正修科技大學電子工程系所
日間部實務專題-校外實習技術報告撰寫格式說明
1.一律打字列印，並製作封面裝訂成冊，每頁邊界設定如下：
(1)左邊界設為3cm。
(2)右邊界、上邊界及下邊界設為2.5cm。
2.實務專題報告至少裝訂二冊，每一冊必須附上光碟片儲存報告的電子檔案（WORD格式或PDF格式），於繳交成績前一星期，繳至系辦處。
3.實務專題報告之封面及書背以圖書館規定的格式製作，範例格式請自行上網下載(http://www.ee.csu.edu.tw)。
4.實務專題報告內容及順序如下：
(0)主題：自訂，但必須與在公司實習崗位相關技術有關，例如：晶圓切割技術，薄膜電晶體製程技術、…等。
(1)摘要：以150至300字之篇幅說明參加校外實習之動機、在公司實習崗位之主要技術及主要實習心得等。
(2)目錄：包括本文目錄，圖表目錄及程式說明目錄
本文目錄：必須章節分明，頁數編排時附錄頁數以附錄編號加在前面（如附錄A，以A1，A2，...等方式編排）。
圖表目錄：圖表編號，及圖表名稱，最後再註明頁數。
程式說明目錄：程式編號，及程式名稱，最後再註明頁數。
[bookmark: _GoBack](3)本文：(撰寫時，一定要包含全部5個項目，可以增加項目，否則以不及格論)
產業現況介紹
甲、封測產業現況介紹
乙、光電顯示器產業現況介紹
丙、…
(請依實習公司性質不同，分別介紹各公司所屬產業的現況)
公司簡介
甲、日月光
乙、群創
丙、…
(請分別介紹各公司的現況和公司的產品或技術的特點)
在公司實習崗位主要產品製程步驟介紹
甲、記憶體封裝流程
乙、LCD面板製作流程
丙、…
(請詳細介紹各公司的主要產品的製作流程或主要技術的發展)
實習心得分享
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